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1. はじめに

　スマートホンなど電子機器の小型化，多機能化に伴い，
半導体やプリント配線板の高集積化・高機能化が加速して
いるが，実装基板の検査は大きな困難に直面している。
　かつて，部品実装後の基板は電気導通検査と外観検査に
よって品質確認が行われてきた。しかし，部品実装の高密
度化や実装方式の変化（BGAの普及）により，さらには部
品内蔵基板の登場などもあって，電気検査のためのプロー
ビング（テスト対象にテストプローブを当てること）が物
理的に困難，ないし不可能となり，実装品質確認のための
外観検査もできない，「見えない，触れない」状態になって
いる。
　また一方で日本のさまざまな企業，特に製造業では，安
価な製造コストを求めて中国をはじめとする東南アジア地
域へ生産拠点が移行して 25年以上が経過し，日本国内のも
のづくりの空洞化が深刻な状況にある。
　検査技術委員会・ボードテスト技術研究会では，2009年
以降「見えない，触れない」基板の検査を活動テーマの中
心に置き，プリント配線板および実装基板の検査が抱える
課題に取り組んできた。
　ここ数年の活動で検査技術委員会が取り上げてきた課題
は，大きく分けて 2つの項目に分類される。
　一つは，「見えない，触れない」基板の検査技術の調査で
あり，もう一つは DFT（テスト容易化設計）の普及活動で
ある。
　実装を取り巻く部品技術や設計環境がめざましく進展し
ていく中で，検査技術がそれらに追従できず，検査のカバ
レージが低下しているのが現状である。本稿ではそれをふ
まえ，これまでのわれわれの活動を振り返るとともに，課
題に対する今後の対応，新たな取り組みについて触れたい。

2. 現状の技術と課題

2.1	 部品実装での「見えない・触れない」基板の検査

　部品実装の分野では，BGAパッケージの電子部品が登場
した 1990年代に「見えない，触れない」検査の問題に直面

した。
　BGAパッケージの電子部品は，部品の真下に端子が設け
られているため，外観からのはんだ付け確認やプローブ接
触による電気検査ができないのである。
　ここでは，実装基板や半導体 SiPでの具体的検査方法の
中から，「見えない，触れない」基板検査の手がかりになる
方法をいくつか紹介したい。

2.1.1 ディジタル ICの保護／寄生ダイオードの利用
　BGAパッケージにはプロービングできないため，はんだ
接続の良否を ICの保護・寄生ダイオードを利用して検査す
る方法が用いられることがある。
　ディジタル ICには入力側に保護ダイオード，出力側に寄
生ダイオードが形成される。これを利用して入出力端子の
実装状態を検査するのである。図 1にこの様子を示す。例
えば，BGA端子 3がプリント配線板に確実に実装されてい
るかを検査する場合，プローブ 2（グラウンド端子への配
線）にプローブ 3（入力端子 3に接続されている配線）よ
り高い電位の検査信号を加える。端子 2，端子 3の接続状
態が良好であれば，端子 2→端子 3の間の保護ダイオード
が導通状態となるので，実装状態の良否が判断できる。

2.1.2 バウンダリスキャンテスト
　バウンダリスキャンテストに関しては，本学会誌にもた
びたび解説されているので 1),2)，ここでは簡単に説明する。
　バウンダリスキャンテストは，BGAデバイスなどの「見
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図 1.　ディジタル ICの寄生／保護ダイオードを利用した
BGAデバイスの検査


